关于梅州市铜箔-高端印制电路板产业集群发展规划（2021-2025年）执行情况报告

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是梅州市铜箔-高端印制电路板产业转型升级发展的重要阶段，2021年1月梅州市印发《梅州市铜箔-高端印制电路板产业集群发展规划（2021-2025年）》（以下简称《发展规划》），力争梅州市铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）集群到2025年整体规模实现发展。本报告旨在对梅州市铜箔-高端印制电路板产业集群发展规划执行情况进行评估，并根据实际情况提出调整目标，为产业的发展提供科学依据。
一、规划执行情况回顾
（一）产业规模方面
[bookmark: _GoBack]按照《发展规划》，铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）集群包括铜箔、覆铜板、电路板、电声、家电、手机、电脑、平板等终端产品产业，到2025年末，产业集群产值规模力争达到600亿元。依据统计数据，2021年至2024年，全市铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）集群规模以上企业总产值分别为189.9亿元、202.98亿元、237.11亿元、248.26亿元，增速分别为6.89%、34.13%、4.7%；三年平均增速约6.9%。因此就全市而言，铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）规模在规划执行期间呈现出一定的增长态势。但受市场波动、原材料价格上涨、新冠疫情等外部风险和问题影响，增长速度远远未达预期，到2025年无法达到《规划》目标值600亿元。由于部分传统产品市场需求有所下滑，虽然铜箔产业领域有较大发展，铜箔产能达到了近15万吨，但尚未形成足够的规模效应来弥补整体产业增长的缺口。同时，国际贸易规则及政策变化也给出口市场带来了不确定性，增加了铜箔-高端印制电路板产业链产品出口竞争的压力。
（二）推进优质企业增资扩产方面
规划提出“大力推动嘉元科技高性 能铜箔、超华科技高端铜箔和高端芯板、威华集团铜箔项目、博 敏电子新一代信息产业投资扩建和高端印制电路板生产技术改造 项目、志浩电子5G 通信领域线路板制造设备更新项目和提升高精密电路板生产工艺设备更新技术改造项目等重点项目建设。”其中：嘉元科技高性能铜箔、威华集团（盈华电子科技）铜箔项目已建成投产，博敏电子新一代信息产业投资扩建和高端印制电路板生产技术改造项目公司项目已部分建成投产，而超华科技高端铜箔和高端芯板、志浩电子5G 通信领域线路板制造设备更新项目和提升高精密电路板生产工艺设备更新技术改造项目因受市场下行、企业经营不善等原因影响，已停止实施。
（三）加强招商引资，形成发展新动能方面
规划提出“以新增一批对5G、新能源汽车等新兴领域具有关键作用和支撑能力的项目为导向，着力谋划引进高精度电子铜箔、高性能锂电铜箔、高端覆铜板和高频高速印制电路板、锂离子电池和终端产品等一批发展前景好、投资周期长、带动性强的重大项目，增强对产业的集聚和辐射带动力。”
至目前，嘉元时代、龙宇新材料、盈华电子材料、国峰半导体、吉芯半导体公司等项目陆续建成，至2024年底产值合计达到24.08亿元。
（四）新项目方面
经组织摸查，2025年全市铜箔-高端印制电路板重点项目有博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目、盈华电子科技年产4万吨高端电子铜箔建设项目、盈华电子科技年产1.66万吨高端电解铜箔改扩建项目、龙宇新材料玻纤布及射频高频材料生产项目、鼎泰电路年产220万㎡高端5G电路板生产项目等10个项目，项目合计投资额为160多亿元，计划在2025年底前实现部分完工投产的项目有博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目、盈华电子科技年产4万吨高端电子铜箔建设项目、盈华电子科技年产1.66万吨高端电解铜箔改扩建项目，预计新增2.89亿元左右。
二、调整目标的必要性
（一）外部环境变化
全球铜箔-高端印制电路板产业正处于深刻变革期，我市铜箔-高端印制电路板产业企业主要生产铜箔、覆铜板、印制电路板等基础产品，定价能力不强，国际贸易规则及政策在不断变化，将对我市铜箔-高端印制电路板产业企业生产成本、市场份额和销量存在较大的不确定性，部分企业对尚不明朗的形势持谨慎态度，这些外部环境的变化将给全市铜箔-高端印制电路板产业带来新的挑战，原规划目标已不能完全适应新形势的发展要求，需要进行调整以更好地应对市场变化。
（二）产业发展实际情况
从全市铜箔-高端印制电路板产业的实际发展情况来看，在执行规划过程中遇到了一些困难和问题，如：中美贸易摩擦、部分传统电路板产品市场需求下滑、超华科技和志浩电子等企业生产经营状况变差、新项目少等实际困难情况。同时为规范集群目标值，推动产业持续健康发展，有必要对规划目标进行调整，使其更加符合发展的实际状况，增强规划的可操作性和指导性。
三、产业规模目标
根据对全市铜箔-高端印制电路板规模以上企业2025年产值预计及项目摸查的实际情况，对梅州市铜箔-高端印制电路板产业总产值在原规划基础上调整为：到2025年末，规模以上铜箔-高端印制电路板产业集群产值目标由600亿元调整为251.46亿元，其中覆铜板、印制电路板、电声、家电、手机、电脑、平板等终端产品产值由500亿元调整为168.69亿元。
四、保障措施
一、持续紧抓产业转移机遇，招引铜箔-高端印制电路板企业，引导现有企业增资扩产，积极推动梅州市铜箔-高端印制电路板产业补链延链，向高端化发展。
二、继续积极争取和落实原中央苏区振兴发展、珠三角与粤东西北产业共建、广梅对口帮扶等国家、省、市对产业集群各方面的优惠支持政策。引导银行业金融机构加大对铜箔-高端印制电路板产业企业信贷支持。
三、对产业集群目标完成情况进行动态评测，落实“千名干部挂千企”和“一起益企”服务机制，服务重点项目建设和企业发展中的困难问题，力促铜箔-高端印制电路板产业集群规模以上产值达到发展目标。
五、结论
通过对市铜箔-高端印制电路板产业集群规划执行情况的评估，我们认识到产业发展中存在的问题和不足。根据外部环境变化和产业发展实际情况，对规划目标进行调整是必要且紧迫的。调整后的目标更加科学合理、切实可行，通过实施相应的保障措施，有望推动铜箔-高端印制电路板产业在2025年末完成规划目标。


                          梅州市工业和信息化局
                             2025年4月25日
3

